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(57) Abstract 

A hybrid device in the form of a thin card for use as a chip 
card with flush-mounted contacts and/or for generating acoustic signals 
for transmission over a telephone line. Hie device includes a first sheet 
forming the rear surface (100), supporting an interconnection pattern (1 10) 
used to attach electronic components, and comprising a perforation (120) 
for receiving a double-sided micromodule (10); a second sheet forming 
the front surface (300); and an insert (200) arranged between the first 
two sheets and provided with recesses (210, 215) into which the electronic 
components attached to the rear surface may be fitted, as well as metallised 
paths (260) providing an electrical connection to the micromodule (10) and 
the interconnection pattern (110) on the rear surface (100). Said device is 
particularly useful for secure data transfer. 

(57) Abrege* 

L'invention se rapporte a un dispositif hybride se presentant sous 
la forme d'une carte de faible epaisseur, apte a fonctionner comme une 
carte a puce a contacts affieurants et/ou a produire des signaux acoustiques 
transmissibles par voie t£lephonique. Ce dispositif est caracterise' en 
ce qu*il comprend: une premiere feuille, constituant la surface arriere 
(100), supportant un motif d* interconnexions (110) reserve" a la fixation 
de composants 61ectroniques, et comportant une perforation (120) apte 
a recevoir un micromodule double face (10); une deuxieme feuille 
constituant la surface avant (300); et un internal aire (200) place* entre les 
deux premieres feuilles, comportant des 6videments (210, 215) aptes a 
encadrer les composants 61ectroniques fixes sur la surface arriere, et des 
metallisations (260) permettant de realiser une liaison electrique d'une part 
avec le micromodule (10) et d* autre part avec le motif d' interconnexions 
(1 10) de la surface arriere (100). Ce dispositif est notamment ores utile pour le transfert de donnees de maniere securisee. 





UNI Q UEMENT A TITRE D'INFORMATION 



Codes utilis6s pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant 
oes demandes Internationales en vertu du PCT. 



AT 


Arm6nie 


GB 


AT 


Autriche 


GE 


AU 


Australie 


GN 


BB 


Baibode 


GR 


BE 


Belgique 


HTJ 


BF 


Burkina Faso 


IE 


BC 


Bulgarie 


IT 


BJ 


Mom 


JP 


BR 


Bresil 


KE 


BY 


Belarus 


KG 


CA 


Canada 


KP 


CF 


Republique cetitrafricaine 




CC 


Congo 


KR 


CH 


Suisse 


KZ 


CI 


Cote d'lvoirc 


LI 


CM 


C&jneroun 


LK 


CN 


Chine 


LR 


CS 


Tchecoslovaquie 


LT 


CZ 


Republique (cheque 


LU 


DE 


Allemagne 


LV 


DK 


Danemark 


MC 


EE 


Eaton ie 


MD 


ES 


Espagnc 


MC 


FI 


Ftnlande 


ML 


FR 


France 


MN 


GA 


Gabon 


MR 



Royaume-Uni 

GAorgie 

Guinec 

Grece 

Hoogrie 

IrUode 

Italic 

Japon 

Kenya 

Kirghizistan 

Republique populaire democralique 
de Coree 

Republique de Coiee 

Kazakhstan 

Liechtenstein 

Sri Lanka 

Libem 



Luxembourg 

Leitonie 

Monaco 

Republique de Moldova 

Madagascar 

Mali 

Mongolte 
Mauri tanic 



MW 


Malawi 


MX 


Mexique 


NE 


Niger 


NL 


Pays-Bas 


NO 


Norvege 


NZ 


Nouvelle-Zelande 


PL 


Pologne 


PT 


Portugal 


RO 


Roumanie 


RU 


Federation de Rustic 


SD 


Soudan 


SE 


Suede 


SG 


Singapour 


SI 


Slovenie 


SK 


Slovaquie 


SN 


Seagal 


sz 


Swaziland 


TD 


Tchad 


TG 


Togo 


TJ 


Tadjikistan 


TT 


Trinit6.et-Tobago 


UA 


Ukraine 


UG 


Ouganda 


US 


Etats-Unis d'Amenque 


uz 


Ouzbeki&tan 


VN 


Viet Nam 



WO 97/15899 



PCT/FR96/01668 



DISPOSITIP HYBRIDE A CONTACTS AFFLE CRANT S ET A 
PRODUCTION DE SIGNAUX ACOUSTIQUES, ET PROCEDE DE 

F ABRI CAT X ON 

La presente invention se rapporte a un 
dispositif hybride apte a fonctioriner comme une carte & 
puce a contacts" affleurants et/ou & produire des 
signaux acoustiques transmissibles par voie 
5 telephonique. 

Un tel dispositif est tres utile notamment pour 
transferer, de mani&re securis§e / des donnees sous 
forme cryptee vers un serveur par exemple, a travers 
une ligne telephonique. II permet egalement un acces 
10 aux donnees stockees en memoire par 1' intermedia ire 
d'un lecteur exterieur. 

Les signaux acoustiques sont produits selon le 
principe . de codage de donnees par un couple de 
frequences de 697 a 1633Hz, et sont plus connues sous 
15 1' appellation anglo-saxonne Dual Tone Modulation 
Frequency (DTMF) . En telfephonie, ces signaux DTMF sont 
utilises pour la numerotation, la transmission de codes 
etc. 

Actuellement, il est connu de realiser des 
20 dispositif s de production de signaux DTMF. Ainsi, la 
demande de brevet EP 95 470 001.9 , par exemple, deer it 
un dispositif de production de signaux DTMF ayant une 
faible epaisseur qui permet son insertion dans un 
portef euille. 

25 Les cartes a puces a contacts affleurants, 

quant-a elles, sont aujourd'hui tres connues et sont 
realisees en grand nombre. Elles possedent une tres 
faible epaisseur, normalisee, de l'ordre de 0,8mm. 

En revanche, aucun dispositif hybride, de tres 

3 0 faible epaisseur, n r a encore ete realise en vue d'une 
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double utilisation, soit comme carte a puce a contacts 
aff leurarrts soit comme carte a production de signaux 
DTMF par exemple. 

En effet, envisager de combiner a la fois des 
contraintes de format qui imposent une tres f aible 
epaisseur et deux fonctions distinctes dans les'quelles 
entre la realisation d'un dispbsitif de production de 
signaux DTMF presentait un obstacle difficile a 
franchir sans la demarche inventive du deposant. 

La presente invention vise done a fournir un 
dispositif hybride, se presentant sous la forme d'une 
carte de f aible epaisseur , apte a fonctionner comme une 
carte a puce a contacts affleurants et/ou a produire 
des signaux acoustiques transmissibles par voie 
telephonique. Ce dispositif est principalement 
caracterise en ce qu'il comprend : 

- une premiere feuille, constituant la 
surface arriere, supportant un motif d' interconnexions 
reserve a la fixation de composants electroniques, et 
comportant une perforation apte a recevoir un 
micromodule double face de manifere a ce que des 
contacts metalliques appartenant a la premiere face, 
dite face externe, du micromodule affleurent la face 
inferieure de la surface arridre et entrent en contact 
avec un lecteur exterieur pour Stablir une 
communication a la maniere d'une carte a puce, 

- une deuxiSme feuille constituant la 
surface avant, et 

- un intercalaire place entre les deux 
premieres feuilles, comportant des evidements aptes a 
encadrer les composants electroniques fixes sur la 
surface arriere, et des metallisations permettant de 
realiser une liaison electrique d'une part avec des 
contacts metalliques appartenant a la deuxieme face, 
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dite face interne, du micromodule et d' autre part avec 
un circuit de production de signaux sonores, par 
l'intermediaire du motif d ' interconnexions de la 
surface arriSre, afin d'6tablir une communication au 
5 moyen de signaux acoustiques transmissibles par voie 
telephonique. 

Un micromodule classique, possedant une seule 
face, est genera lement defini comme etant forme par un 
ensemble d' elements notamment compose d'une puce en 

10 circuit- integr6, de contacts metalliques servant de 
points de contact -du micromodule avec un dispositif 
exterieur, et d'une protection formee d'une resine 
recouvrant la puce, des fils de liaison reliant la puce 
avec les contacts metalliques et, partiellement , les 

15 contacts metalliques ♦ 

D'autre part, s'il est possible de r£duire, de 
mani^re connue, l'epaisseur de la plupart des 
composants eiectroniques, tels que resistances, 
condensateurs, puce en circuit integre, transducteur 

20 sonore ou pile par exemple, a une valeur infer ieure a 
0,8mm; en revanche, il est tres difficile de r€duire 
l'epaisseur d'un resonateur. 

Un resonateur constitue une base de temps et de 
frequence et permet de definir les deux frequences 

2 5 utilisees pour la production des signaux DTMF. 

L'epaisseur d'un- resonateur classique est de l'ordre de 
1,6mm si bien qu'il est impossible de 1'utiliser tel 
quel dans un dispositif d'£paisseur egale a environ 
0,8mm, L'enseignement apporte par l'art ant^rieur 

3 0 contre-indique 1 'utilisation d'une lame ceramique seule 

comme resonateur car une telle lame est reputee 
fragile, ne pas preserver ses proprietes dans le temps 
et ne pas presenter une bonne fiabilite en fonction de 
la temperature. Jusqu'a present, aucune solution 



WO 97/15899 



PCT/FR96/01668 



4 



satisf aisante n'a £te proposee pour reduire l'epaisseur 
d'un resonateur une valeur inferieure a 0,8mm,- La 
presente invention a permis de resoudre ce probl&me. En 
effet, selon une autre caracteristique de 1' invention, 
le resonateur comporte une lame ceramique piezzo- 
felectrique m£tallis£e sur ses deux faces et 
electriquement reliee a deux condensateurs par 
1' intermediaire de points de contact appartenant au 
motif d ' interconnexions . 

Cette caracteristique prisente un tres grand 
avantage par rapport a 1'art anterieur puis que, dans ce 
cas, l'epaisseur du resonateur est consid€rablement 
reduite et devient inferieure a 0,8mm. Le resonateur du 
dispositif selon 1' invention presente en outre de bons 
resultats qui contredisent les idees revues de 1'art 
anterieur. 

Un autre objet de 1 # invention se rapporte a un 
procede de fabrication d'un tel dispositif hybride. Ce 
procede est caracterise en ce qu'il consiste a : 

- realiser, sur une premiere feuille 
constituant la surface arriere du dispositif, un motif 
d ' interconnexion et une perforation, 

- fixer des composants electroniques sur le 
motif d' interconnexions, 

- appliquer, sur la premiere feuille, un 
intercalaire, sur la surface inferieure duquel des 
metallisations sont prealablement effectu&es en vue 
d'etablir une liaison electrique avec ie motif 
d ' interconnexions ; ledit intercalaire comportant en 
outre des evidements aptes a encadrer les composants 
electroniques fixes sur la premiere feuille, 

- placer un micromodule double face dans une 
cavite formee par la perforation prevue sur la surface 
arriere du dispositif et la . face inferieure de 
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1' intercalaire, de mani&re a ce que les contacts 
metalliques de sa face interne soient connect£s aux 
metallisations de 1 ' intercalaire, et a ce que les 
contacts metalliques de sa face externe affleurent la 
5 face inf^rieure de la surface arriSre du dispositif, 

- coller une deuxieme feuille, constituant la 
surface avant du dispositif, sur 1' intercalaire. 

D'autres particular it^s et avantages de 
10 1' invention apparaltront a la lecture de la description 
faite a titre d'exemple illustratif et non limitatif en 
reference aux figures annexees qui representent : 

- les figures la et lb, respect ivement une vue 
de dessus et une vue de dessous d'un dispositif selon 

15 1 ' invent ion , 

- la figure 2, une vue eclatee et simplifi§e 
d'un dispositif selon 1' invention, 

- la figure 3, un micromodule double face, 

- les figures 4a, 4b et 4c, respect ivement un 

2 0 resonateur sous forme eclatee, sous forme assemblee et . 

en coupe B-B, 

- la figure 5, un org an i gramme representant les 
etapes d'un procede de fabrication d'un dispositif 
selon 1 ' invention , 

25 - la figure 6, une vue eclatee d'un dispositif 

selon 1 ' invention, 

- la figure 7, une vue en coupe laterale et 
eclatee du micromodule de la figure 3 fixe' dans un 
dispositif selon 1' invention, 

3 0 - la figure 8, une vue en coupe laterale d'un 

transducteur sonore place dans un dispositif selon 
1' invention. 

La figure la represente une vue de dessus 2, 
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c'est-a-dire une vue de la face super ieure de i a 
surface avant, d'un dispositif i selon 1' invention. 
Cette surface avant est plane. Le dispositif selon 
1' invention est realise au format classique des cartes 
a puce, selon la norme ISO 78.16-12, avec une faible 
epaisseur" de l'ordre de 0,8mm. De maniere avantageuse, 
une touche 3 permet, lorsqu'elle est comprimee, le 
declenchement d'un circuit de production de signaux 
acoustigues. Cependant, selon une variante non 
representee il est possible de placer un tel systeme de 
declenchement sur un des cates longitudinaux du 
dispositif. 

La figure lb represente une vue de dessous 4 de 
ce dispositif 1, c'est-a-dire une vue de la face 
15 infer ieure de la surface arriere. Cette surface arriere 
comporte des petits trous 5 pour permettre de faciliter 
1' emission acoustigue des signaux DTMF. En outre, des 
contacts metalligues 12, d'un micromodule integre, 
affleurent la surface arriere 4 du dispositif 1. 



10 



20 



La figure 2 illustre, de maniere simplifiee, la 
structure interne d'un dispositif selon 1' invention. Ce 
dispositif comprend au moins trois parties empilees les 
unes sur les autres : une premiere feuille constituant 

25 la surface arriere 100, un intercalaire 200, et une 
deuxieme feuille constituant la surface avant 300. La 
surface arriere 100 supporte, sur sa face superieure, 
un motif d' interconnexions 110 reserve a la fixation de 
composants electroniques, tels gu'un circuit de 

30 production de signaux acoustiques couple a un 
transducteur sonore, un resonateur et une pile par 
exemple. Les emplacements correspondant a ces 
composants electroniques sont delimites par le motif 
d' interconnexions 110. Seul le circuit de production de 
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signaux acoustiques est reprSsente, sur la figure 2, 
par un boltier reference 150. De plus, la surface 
arridre comporte une perforation 120 apte a recevoir 
un micromodule double face 10 de maniere a ce que des 
contacts metalliques 12 constituant la premi&re face, 
dite face externe 11, de ce micromodule affleurent la 
face infer ieure de la surface arriere. Ainsi, les 
contacts affleurants 12 peuvent entrer en contact avec 
un lecteur " exterieur pour etablir une communication a 
la maniere d'une carte a puce. 

L' intercalaire 200 est fixe sur la surface 
arriere et comporte des evidements 210 permettant 
d'encadrer les composants 61ectroniques destines & §tre 
fixes sur le motif d' interconnexions de la surface 
arriere* Un autre evidement 215 est egalement prevu sur 
cet intercalaire, de maniere a y loger une partie du 
micromodule 10 recouverte d'une couche de protection 
non representee sur la figure 2. Les dimensions de cet 
evidement 215 sont inferieures a celles de la 
perforation 120 situee sur la surface arriere. En 
outre, la face inferieure de 1 ' intercalaire comporte 
des metallisations 260 , representees en traits 
pointilles sur la figure 2, pour permettre d' etablir 
une liaison electrique d'une part avec des contacts 
metalliques 16 constituant la deuxieme face, dite face 
interne 15, du micromodule 10 et d' autre part avec le 
motif d' interconnexions 110 de la surface arriere 100. 
Ces metallisations 2 60 de 1' intercalaire permettent 
ainsi de relier electriquement la face interne 15 du 
micromodule 10 au circuit 150 de production de signaux 
DTMF, fixe sur le motif d' interconnexions 110, afin 
d' etablir une communication au moyen de signaux 
acoustiques transmissibles par voie telephonique. De 
maniere avantageuse, la liaison electrique entre les 
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metallisations 2 60 de 1' inter calaire et le motif 
d' interconnexions 110 de la surface arriere est 
realisee a l'aide d'un adh£sif conducteur anisotrope* 

Enfin, la deuxieme feuille, constituant la 
5 surface avant 300, recouvre 1' intercalaire 200 et feme 
le dispositif. 

Lie micromodule double face 10, integre dans le 
dispositif <ie la figure 2, sera mieux compris au regard 

10 de la figure 3. Pour simplifier le schema de la figure 
3, les contacts metalliques du micromodule sont 
representes sous forme de carres. Les contacts 
metalliques 12 de la face externe ll constituent un 
connecteur intermediaire realise, selon un proc£d£ 

15 classique, au moyen d'une feuille de cuivre sur 
laquelle est fix£e, par collage par exemple, une 
feuille dielectrique 13. La feuille dielectrique 13 
comprend un ensemble de trous 17, dont la disposition 
correspond a 1 ' emplacement des contacts 12, et un trou 

2 0 central 18 pour 1' emplacement d'une puce en circuit 

integre 14 . La puce 14 est connectee aux contacts 
metalliques 12 de la face externe 11 en cuivre, au 
moyen de fils 19, selon la technique bien connue 
appelee "bonding", a travers les trous 17 pratiques 
25 dans la feuille dielectrique 13. 

Par ailleurs, d'autres contacts metalliques 16 
en cuivre, definissant la face interne 15, sont fixes, 
par collage par exemple, sur la feuille dielectrique 
13, de part et d'autre de la puce 14. De la meme 

3 0 maniere que precedemment decrite, la puce 14 est 

connectee aux contacts 16, au moyen de fils 19 , selon 
la technique du "bonding". Enfin, une couche de 
protection, non representee, formee d'une resine, est 
placee de maniere a recouvrir la puce 14 , les fils de 
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liaisons 19 et, partiellement , les contacts metalliques 
16 de la face interne 15. 

La realisation d'un dispositif hybride selon 
5 l r invention, de manidre S ce que 1'epaisseur soit egale 
a celle d'une carte & puce, c'est-a-dire egale a 0,8mm, 
impose que 1'epaisseur des coraposants electroniques qui 
y sont inseres soit inf£rieure k 0,8mm. Aujourd'hui il 
est relativement facile de reduire I'fepaisseur de 

10 composants tels que des condensateurs , resistances, 
piles, puces ou transducteurs sonores par exemple. En 
- effet, on arrive actuellement a obtenir des epaisseurs 
environ egales a 0,3mm pour des condensateurs ou des 
piles, a 0,08mm pour des transducteurs sonores en 

15 ceramique, et a 180 jj,m (micrometres) pour des puces en 
circuit integre. 

Cependant, il est tres difficile de reduire 
1'epaisseur d'un resonateur qui, en general, est 
environ egale a 1,6mm. Jusqu'a present, tout semblait 

2 0 contre-indiquer 1' utilisation d'une seule lame de 
ceramique piezzo-electrique car une telle lame est 
reputee fragile, ne pas conserver ses proprietes dans 
le temps et ne pas presenter une bonne fiabilite en 
fonction de la temperature. Or, il s'avere que, de 

25 maniere surprenante, une telle lame off re de bons 
resultats« 

Ainsi, le resonateur 3 0 d'un dispositif hybride 
realise selon la presente invention, comprendune seule 
lame de cSramique piezzo-electrique 31, comportant des 
30 metallisations 34a, 34b sur ses deux faces, tel 
qu'illustre sur les figures 4a, 4b et 4c en vue 
eclatee, assemblee et en coupe B-B. Les metallisations 
34a, 34b definissent deux electrodes inferieure et 
superieure. La lame 31 est fixee, par collage par 
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exemple, sur des points de contacts 33a, 33b du motif 
d' interconnexions 110 realise sur la surface arriSre 
100 du dispositif. Le collage est avantageusement 
effectue & l'aide d'un adhesif conducteur 36. De plus, 

5 deux condensateurs 32, egalement metallises sur leur 
deux -extremitSs, sont electriquement relies l'un a 
1' autre et a chaque face de la lame c§ramique 31 par 
l'intermediaire des points de contact 33, 33a, 33b, du 
motif d' interconnexions. Ces condensateurs sont .eux- 

0 aussi fixes par collage, au moyen d'un adhesif 
conducteur 36, 

Lies metallisations super ieure et infer ieure 34a 
et 34b de la lame 31 sont avantageusement decalfees 
1'une par rapport a 1' autre, tel que reprfesente sur la 

5 figure 4c. Ceci permet de faire reposer la lame de 
ceramique 31 sur deux points .de contacts 33a, 33b et de 
relier chaque metallisation, separ£ment, a un point de 
contact. 

De preference, la metallisation 34a de la face 
0 super ieure de la lame 31 est reliee a un premier point 
de contact 33a, au moyen de 1' adhesif conducteur 36 
place a la fois sur un point 35 de la metallisation 34a 
et sur le point de contact 33a; et la metallisation 34b 
de la face infer ieure de la lame 31 est reliee a un 
5 deuxieme point de contact 3 3b, au moyen de ce meme 
adhesif conducteur 36. 

Un tel resonateur possede une "epaisseur 
considerablement rfeduite, puisqu'elle est de l'ordre de 
0 0,3mm, et peut par consequent etre facilement integre 
dans un dispositif hybride realise selon 1' invention, 
dont 1 ' epaisseur est d' environ 0,8mm. 

Un precede de fabrication d'un dispositif selon 
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1' invention sera mieux compris au regard de 
l'organigramme de la figure 5. Une premiere etape 50 de 
ce procede consisted realiser, par serigraphie d'encre 
conductrice ou par Evaporation, ou par tout autre 
5 procedE de dep6t mEtallique, le motif d' interconnexions 
110 sur la surface arri&re 100 du dispositif et a 
pratiquer une perforation de cette surface arrifere de 
maniere a y loger le micromodule double face de la 
figure 3. 

10 Dans une deuxieme Etape 51, des composants 

Electroniques, necessaires au f onctionnement du 
dispositif, sont fixes sur le motif d' interconnexions, 
a des emplacements reserves. Leur fixation est de 
preference realisee par collage, au moyen d'un adh&sif 

15 conducteur par exemple. 

A 1' etape 52, les metallisations 260 sont 
effectuees sur la face infer ieure de 1' intercalaire 200 
qui est ensuite fixe (etape 53) , par collage sous 
pression a chaud par exemple, sur la surface arri&re 

20 100 du dispositif. Le micromodule double face 10 est 
alors place dans une cavit€ formee par la perforation 
de la surface arriere et la face infErieure de 
l'intercalaire, c'est l'&tape 54. La mise en place de 
ce micromodule sera expliquEe plus en details dans ce 

25 qui suit., Enfin, la derniere Etape 55 consiste a 
coller, sur l'intercalaire, la feuille constituant la 
surface avant 3 00. 

La figure 6, qui represent e une vue eclatee 
30 d'un dispositif selon 1' invention, permet de mieux 
comprendre les details de sa structure et de son 
procede de fabrication. Ce dispositif est compose de 
plusieurs parties 100, 200, 300, 400 empilees les unes 
sur les autres et d'un micromodule double face 10 tels 
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que decrits precedemment, 

De maniere avantageuse, la face superieure de 
la premiere feuille 100 comporte un motif 
d' interconnexions 110 reserve a la fixation de 
5 composants Slectroniques, une perforation non 
representee sur la figure 6 permettant d'y -loger le 
micromodule 10, et plusieurs petits trous 13 0 destines 
a faciliter l'emission acoustique" des signaux DTMF. Le 
motif d ' interconnexion 110 est par exemple realise par 
10 serigraphie d'encre conductrice, par evaporation, ou 
par tout autre procede classique de depot m§tallique. 
L' ensemble des composants €lectroniques necessaires au 
fonctionnement de ce dispositif est constitue par un 
circuit 150 de production de signaux acoustiques couple 
15 a un transducteur sonore non represents sur la figure 
6, un resonateur 30, une pile 160, le micromodule 10 et 
d'autres composants passifs non representes sur la 
figure 6. L 7 emplacement du transducteur sonore sur la 
surface arrive 100 est delimits par une premiere 
electrode 112 et une deuxieme electrode circulaire 111, 
du motif d' interconnexions 110, entourant les petits 
trous 130. La face interne du micromodule 10 de la 
figure 3 est representee, sur la figure 6, avec une 
couche de protection 20 recouvrant la puce, les fils de 
25 liaison et, partiellement , les contacts metalliques 16. 

L'dpaisseur de la surface arriere 100 est de preference 
de l'ordre de 0,2mm, 

L'intercalaire 200 possede une "epaisseur 
relativement plus eleve que celle de la surface 
arriere, puisqu'elle est comprise entre 0,4 et 0, 5mm, 
et comporte des evidements 210 aptes a encadrer les 
composants electroniques fixes sur le motif 
d' interconnexions 110 de la surface arriere, et un 
evidement 215 apte a encadrer la partie, du micromodule 
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10, recouverte de la couche de protection 20, L,e 
materiau de constitution de cet intercalaire possede de 
preference une grande rigidite mecanique. Ainsi, il est 
par exemple realise dans un materiau thenaoplastique 
5 charge d' aiguilles et/ou de billes de verre. De plus, 
cet intercalaire 200 comporte, sur sa . face inferieure, 
des metallisations, hon representees sur la figure 6, 
permettant d'etablir une liaison electrique avec le 
motif d' interconnexions 110 de la surface arriere, et 

10 une connexion avec les contacts metalliques 16 de la 
face interne 15 du micromodule 10 ♦ 

La deuxieme feuille 300 recouvre 1' intercalaire 
200, pour former la surface avant du dispositif . 

Le resonateur 30 precedemment decrit est 

15 avantageusement colle sur le motif d ' interconnexion 110 
de la surface arriere, au moyen d'un adh&sif 
conducteur. De plus, il est place de telle sorte que sa 
longueur soit orientee dans le sens de la largeur du 
dispositif, afin d'eviter que des contraintes, 

20 provoquees par une simple torsion dans le sens de la 
largeur du dispositif, puissent entrainer la cassure de 
la lame ceramique piezzo-electrique 31. 

Cependant, pour qu'il puisse fonctionner, il 
faut en outre que le resonateur soit place de maniere a 

25 ce qu'il y ait de l'air de part et d' autre. Par 
consequent, une petite cavite est definie d'un c6te par 
l'epaisseur des metallisations du motif 

d' interconnexions 110, qui est de l'ordre de quelques 
dizaines de micrometres (fim) , et une plus grande cavite 

3 0 est definie de 1' autre cote par l'epaisseur de 
1 ' intercalaire diminuee de l'epaisseur du resonateur. 
De plus, 1'evidement correspondant prevu dans 
1' intercalaire, pour 1'encadrer, permet egalement 
d' assurer une protection mecanique tres efficace de ce 
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resonateur, comme s'il s'agissait d'un boltier. 

La surface arrifere 100 et 1' intercalaire 200 
constituent le corps du dispositif. ce corps est 
avantageusement realist par une dScoupe au laser ou 
5 alors par hydro-decoupe . 

Une variante de realisation, egaleiaerit 
representee sur la figure 6, consiste a placer un 
clavier dans le dispositif hybride selon 1' invention. 
Pour cela, une feuille supplementaire 400 est placee 

10 entre la surface avant 300 et 1 ' intercalaire 200. Cette 
feuille supplementaire 400 constitue une premiere zone 
de contacts Zl et supporte des plots de contacts 410 
necessaires a la realisation du clavier. Ces plots de 
contacts 410 sont par exemple realises par serigraphie 

15 ou tout autre procede de depot, et sont constitues d'un 
polymere conducteur. De maniere avantageuse les plots 
410 ainsi deposes poss£dent une epaisseur legerement 
inferieure a celle de 1 7 intercalaire 200 et comprise 
entre 0,3 et 0,4mm. 

20 Dans ce cas, la face super ieure de la surface 

arriere 100, constitue une deuxieme zone de contacts Z2 
sur laquelle des points de contacts metalliques 170 
sont realises par serigraphie ou tout autre precede de 
depot. De plus, des evidements supplementaires 220 sont 

25 pratiques sur 1 ' intercalaire 200, & 1' emplacement des 
plots de contact 410. 

De cette maniere, les plots de contact 410 sont 
places en vis-a-vis des points de contact 17 0 a travers 
les evidements 22 0 de 1' intercalaire. Les plots de 

3 0 contact 410 de Zl dessinent chacun deux demi-disques ou 
des traits en forme de peignes interdigites par 
exemple, tandis que les points de contact 17 0 de Z2 
sont ronds ou carres. L'etablissement des contacts du 
clavier s'effectue alors par simple pression des plots 
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de contacts 410, a travers la surface avant, de mani^re 
a reunir electrigueraent les demi-disques* 410 de Zl en 
formant un court-circuit par simple appui sur les 
points de contact 170 de 22. En outre, les deux zones 
5 de contacts Zl et Z2 du clavier sont electriquement 
reunies au motif d' interconnexions 110 de la surface 
arri&re 100, au moyen d'un polymere conducteur 
anisotrope 500 qui est depose dans un evidement 230 
pratique dans 1' intercalaire. 

10 De plus, un graphisme reprisentant 

1' emplacement des touches 310 du clavier est 
avantageusement realise, par s&trigraphie par exemple, 
sur la face super ieure de la surface avant 300 du 
dispositif. Par consequent, la deuxieme feuille 300 

15 constituant la surface avant et/ou la feuille 
supplement a ire 400 sont constitutes d'un materiau 
plastique apte a etre facilement serigraphie tel qu'un 
polyester ou un polycarbonate par exemple* 

Une autre variante, non representee, cons is te 

2 0 en outre a placer un systeme de declenchement du 

circuit 150 de production de signaux acoustiques dans 
1'epaisseur de 1 ' intercalaire et sur un des c6tes 
longitudinaux du dispositif. Ceci permet de faciliter 
1' utilisation du dispositif. De preference, ce systeme 
25 est place sur le cote droit pour les droit iers et/ou 
sur le cote gauche_ pour les gauchers. II existe 
plusieurs sortes de systemes de declenchement 
susceptibles d'etre inseres dans le dispositif hybride 
selon 1' invention. En effet, il peut s'agir d'un 

3 0 systeme electromecanique qui permet d'etablir un 

contact, necessaire au declenchement d'une sequence de 
signaux DTMF, par une action sur un bouton poussoir ou 
sur un levier par exemple. II peut egalement s'agir 
d'un systeme electronique, tel qu'un interrupteur 
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sensitif par exemple, dans lequel une plaque 
metallique, d'epaisseur identique a celle de 
1' intercalaire., conduit des signaux captes par le corps 
humain vers des entrees de circuits CMOS qui les 
5 amplifient afin d'etablir en sortie un etat haut, ou 
bas, servant de declenchement. II est aussi possible 
d'utiliser un materiau en polyvinyl idene fluore (PVDF) 
qui est susceptible , lorsqu'il est comprime par une 
simple pression du doigt, de produire une tension de 

10 declenchement du circuit 150 apte a generer une 
sequence de signaux DTMF. 

Selon une autre variante de realisation non 
representee, il est en outre possible de deposer, sur 
le motif d' interconnexions, une petite diode 

15 electroluminescente (led) qui s'allume lorsqu'elle est 
activee par le systeme de declenchement. Cette diode 
constitue par consequent un temoin visuel indiquant le 
bon declenchement du circuit de production de signaux 
acoustiques. Un petit trou, de l'ordre de lmm de 

2 0 diametre, est alors pratique sur 1' intercalaire et sur 
la surface avant du dispositif f afin de laisser passer 
la lumiere issue de la diode. 

La figure 7 permet de mieux comprendre la 
2 5 maniere dont le micromodule double face est fixe dans 
le dispositif hybride selon 1' invention. Elle 
represente en effet une vue en coupe laterale et 
eclatee du micromodule 10, de la figure 3, place dans 
le dispositif de la figure 6. Le micromodule est place 
30 dans une cavite formee par la perforation 120, realisee 
sur la surface arriere 100 1 et par la face inferieure 
de 1 ' intercalaire 200, 

La perforation 120 est prevue sur la surface 
arriere 100, en vue de placer le micromodule 10 de 
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telle sorte que les contacts metalliques 12 de sa face 
externe affleurent la face inferieure de la surface 
arriere 100. 

De mani&re avantageuse, la surface arri&re 100 
5 et 1'intercalaire 200 sont assembles par collage sous 
pression a chaud, c'est a dire a environ 100* c. Pour 
cela, avant de proceder 'au pressage a chaud, un film 
d'adhesif 250 charge de billes de mStal & bas point de 
fusion, par exemple, est plac§ entre 1'intercalaire 200 
10 et la surface arri&re 100. Cet adhfesif a non seulement 
pour but de coller 1'intercalaire 200 sur la surface 
arriere 100 raais aussi de r£unir £lectf iquement les 
metallisations 260, prevues sur la face infSrieure de 
1'intercalaire, avec le motif d' interconnexions 110 de 
15 la surface arriere. Les liaisons electriques ainsi 
crepes sont referencees par le nombre 27 0 sur la figure 
7. 

De preference, le nombre de metallisations 260 
realisees sur la face inferieure de 1'intercalaire 200 

2 0 est identique au nombre de contacts metalliques prevus 
sur la face interne du micromodule. Cependant, dans une 
variante de realisation ce nombre peut etre inf&rieur. 
Un evidement 215 est prevu dans 1'intercalaire 200, de 
maniere a y loger la partie du micromodule 10 

25 recouverte d'une couche de protection 20, telle que la 
resine. 

Le micromodule est fixe dans sa cavite, de 
telle maniere que les contacts metalliques 16 de sa 
face interne soient electriquement relies aux 
30 metallisations 260 de 1'intercalaire. Les liaisons 
electriques ainsi creees sont designees par la 
reference 271 sur la figure 7. Pour cela, le 
micromodule est fixe au moyen de l'adhesif conducteur 
anisotrope 250 qui est depose soit dans la perforation 
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120 realisSe sur la surface arridre 100, c' est-a-dire 
sur les metallisations 260 de l'intercalaire, soit sur 
les contacts m£talliques 16 de la . face interne du 
micromodule. Les m§tallisations 260 permettent par 
consequent de relier Slectriquement les contacts 
m§talliques 16, de la face interne du micromodule 10, 
au circuit de production de signaux acoustiques, fixe 
sur le motif d' interconnexions no, afin d'etablir une 
communication au moyen de signaux DTMF* 



La figure 8 repr§sente la fagon dont un 
transducteur sonore 180 est mis en place dans le 
dispositif hybride de la figure 5. 

Le transducteur sonore 180 est colle au moyen d'un 
15 adhesif conducteur anisotrope 181 ou alors au moyen 
d'un polymere charge d' aiguilles metalligues orientSes 
selon l'axe Z, c'est-a-dire selon un axe vertical et 
perpendiculaire a la surface arriere 100 du dispositif, 
afin d' assurer une conduction anisotrope entre 
1' electrode circulaire ill du motif d' interconnexions 
110 et 1'electrode inferieure du transducteur 180. 
Dans le cas oil la liaison electrigue est etablie au 
moyen d'un polymere charge d'aiguilles metalliques, une 
rondelle 182 est placee sur 1' electrode metallique 
25 superieure 185 du transducteur 180 de maniere k 
permettre un contact electrique entre les deux 
electrodes du transducteur et les deux points de 
contacts ill, 112, du motif d' interconnexions 110, 
reserves a 1' emplacement du transducteur. 

De maniere avantageuse une petit cavite 183 est raenagee 
entre le transducteur et la surface avant 3 00 du 
dispositif. Cette cavite presente une faible epaisseur 
comprise entre 20 et 80^m. Cette faible epaisseur est 
cependant suffisante pour permettre au transducteur 
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sonore de fonctionner correctement . Une autre cavite 
184, "de plus grande §paisseur, const ituant une chambre 
acoustique, est cr£6e entre la face super ieure de la 
surface arri&re 100 du dispositif et le transducteur 
180. L'epaisseur de cette cavite 184 est comprise entre 
0,15 et 0,3 mm- Les pet its trous 13 0 pratiques sur la 
surface arrive 100 permettent de faciliter 1/ emission 
acoustique des signaux DTMF. 

Selon une variante de realisation, il est £galement 
possible de monter le transducteur sur la face 
inf£r ieure de la surface avant, a 1'aide d'un meme 
adhesif anisotrope. Cependant, dans ce cas le motif 
d' interconnexions 110 est realist sur une feuille 
supplementaire placee entre la surface avant 3 00 et 
1'intercalaire 2 00, comme par exemple sur la feuille 
400 supportant les plots de contacts 410 necessaires a 
la realisation du clavier. 
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REVEND I CAT I ONS 

1. Dispositif hybride, se presentant sous la 
forme d'une carte de faible epaisseur, apte a 
fonctionner comme une carte a puce a contacts 
5 affleurants et/ou a produire des signaux acoustiques 
transmissibles par voie telephonique, caracterise en ce 
qu'il comprend : 

- une premiere" feuille, constituant la 
surface arriere (100) , supportant un motif 

10 d' interconnexions (110) reserve a la fixation de 
composants electroniques, et comportant une perforation 
(120) apte a recevoir un micromodule double face (10), 
de manidre a ce que des contacts metalliques (12) 
appartenant a la premiere face, dite face externe (11), 

15 du micromodule affleurent la face inferieure de la 
surface arriere (100) et entrent en contact avec un 
lecteur exterieur pour etablir une communication & la 
maniere d'une carte a puce, 

- une deuxieme feuille constituant la 
20 surface avant (300) , et 

- un intercalaire (200) place entre les 
deux premieres feuilles, comportant des evidements 
(210, 215) aptes a encadrer les composants 
electroniques fixes sur la surface arriere (100) , et 

. 25 des m§tallisations (260) permettant de realiser une 
liaison electrique d'une part avec des contacts 
metalliques (16) appartenant £ la deuxi&me face, dite 
face interne (15), du micromodule (10) et d'autre part 
avec un circuit (150) de production de signaux sonores, 
30 par 1'intermediaire du motif d' interconnexions (110) de 
la surface arriere, afin d' etablir une communication au 
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telephonique . 

2. Dispositif selon la revendication l, 
caracteris^ en ce qu'il comprend en outre un resonateur 

5 (30) comportant une lame ceramique piezzo-§lectrique 
(31) metallisee sur -ses deux faces, electriquement 
reliee & deux condensateurs (32) par 1' intermSdiaire de 
points de contact (33a, 33b) du motif d ' interconnexions 
(110). 

10 

3. Dispositif selon I 7 une des revendications 1 
a 2, caracterise en ce que l'epaisseur du resonateur 
(30) est egale a 0,3 mm. 

15 4. Dispositif selon l'une des revendications 1 

a 3, caracterise en ce que 1 ' intercalaire (200) est 
const itu£ d'un mater iau thermoplastique charge 
d'aiguilles et/ou de billes de verre. 

2 0 5. Dispositif selon l'une des revendications 1 

a 4, caracterise en ce que l'epaisseur de 
1' intercalaire (200) est comprise entre 0,4 et 0,5 mm. 

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 
25 & 5, caracterise en ce que la surface arriere (100) 

possede une epaisseur d' environ 0,2 mm. 

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 
ei 6, caracterise en ce qu'il comprend en outre une 

30 feuille suppl£mentaire (400), placee entre la surface 
avant et 1 ' intercalaire, constituant une premiere zone 
de contacts (21) supportant des plots de contact (410) 
necessaires a la realisation d'un clavier et en ce que 
la surface arriere (100) constitue une deuxieme zone de 
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contacts (22) supportant des points de contact (170) 
reserves k la realisation dudit clavier • 

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 
5 a 7, characterise en ce que la deuxi&me feuille (3 00) 

et/ou la feuille suppiementaire (4 00) sont constitues 
d'un mater iau plastique apte a etre facilement 
serigraphiS.- 

9. Dispositif selon la revendication 8, 
caracterise en ce que la deuxi£me feuille (300) et/ou 
la feuille suppiementaire (400) sont en polyester ou en 
polycarbonate. 

10. Dispositif selon l'une des revendications 7 
& 9 , caract€ris6 en ce que les plots de contact (410) 
support&s par la feuille suppiementaire (400) et 
necessaires a la realisation du clavier, sont en 
matdriau polymere conducteur. 

11. Dispositif selon l'une des revendications 7 
a 10, caracterise en ce que les plots de contact (410) 
supportes par la feuille suppiementaire (400) et 
necessaires & la realisation du clavier, possedent une 
epaisseur comprise entre 0,3 et 0,4 mm. 

12. Dispositif selon l'une des revendications 1 
a 11, caracterise en ce qu'il comprend en outre, sur un 
de ses cotes longitudinaux, et dans 1' epaisseur de 

30 1' intercalaire (200), un systeme de declenchement du 
circuit de production de signaux acoustiques . 

13. Dispositif selon la revendication 12, 
caracterise en ce que le systeme du declenchement est 
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un systeme electromecanique, ou electronique, ou forme 
d'un materiau susceptible de produire une tension de 
declenchement lorsqu'il est comprime. 

5 i4. Precede de fabrication d'un dispositif 

hybride selon l'une des revendications la 13 , 
caracterise en ce qu^il consiste a : 

- realiser, sur une premiere feuille 
constituant la surface arriere (100) du dispositif, un 

10 motif d' interconnexions (110) et une perforation (120) , 

- fixer des composants electroniques sur le 
motif d' interconnexions (110), 

- appliquer, sur la premiere feuille, un 
intercalaire (200) sur la surface inferieure duquel des 

15 metallisations (260) sont prealablement effectuees en 
vue d'etablir une liaison electrique avec le motif 
d' interconnexions (110); ledit intercalaire (200) 
comportant en outre des evidements (210, 215) aptes a 
encadrer les composants Slectroniques fixes sur la 

20 premiere feuille (100) , 

- placer un micromodule double face (10) dans 
une cavite formee par la perforation (120) prevue sur 
la surface arri&re (100) du dispositif et par la face 
inferieure de 1' intercalaire (200), de maniere a ce que 

25 les contacts metalliques (16) de sa face interne (15) 
soient connectes aux metallisations (260) de 
1 7 intercalaire (200), et a ce que les contacts 
metalliques (12) de sa face externe (11) affleurent la 
face inferieure de la surface arriere (100) du 

30 dispositif, 

- coller une deuxieme feuille, constituant la 
surface avant (300) du dispositif sur 1 ' intercalaire 
(200) . 
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15. Proced6 selon la revendication 14 
caracterise en ce que le micromodule (10) est fixe au 
moyen d'un adhesif conducteur anisotrope qui est 
dispose soit sur les metallisations (260) de 
l'intercalaire (200) soit sur les contacts metalliques 
(16) de la face interne (15) du micromodule. 

16. Procede selon l'une des revendications 14 a 
15, caracterise en ce que la surface arriere (100) du 
dispositif et l'intercalaire (200) sont assembles par 
collage sous press ion a chaud, au moyen d'un film 
d' adhesif charge de billes de metal a bas point de 
fusion, de maniere a r6unir Slectriquement les 
metallisations (260) de l'intercalaire (200) au motif 

15 d' interconnexions (110). 



10 



17. Procede selon l'une des revendications 14 a 

16, caracterise en ce qu'un resonateur (30) est place 
sur le motif d' interconnexions (110) de la surface 
arriere (10 0) de telle sorte que sa longueur soit 
orientee dans le sens de la largeur du dispositif. 

18. Procede selon l'une des revendications 14 a 

17, caracterise en ce que la surface arriere (100) et 
l'intercalaire sont decoupes au moyen d'un laser ou par 
hydro-decoupe . 



19. Procede selon l'une des revendications 14 a 
18, caracterise en ce qu'il consiste en outre a placer 
une feuille supplementaire (400) entre la surface avant 
(300) et l'intercalaire (200), a realiser des plots de 
contacts (410) sur cette feuille supplementaire, a 
realiser des points de contacts (17 0) sur la surface 
arriere (100) et a pratiquer des evidements (220) dans 
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1' intercalate, de maniere a ce que les plots de 
contacts (410) et les points de contacts (170) soient 
places en vis-a-vis, a travers les evidements (220) de 
l'intercalaire, pour former un clavier. 

20. Procede selon l'une des revendications 14 a 
19, caracterise en ce'qu'il consiste en outre a placer 
un'systeme de declencheiuent du circuit de production de 
signaux acoustiques dans l'epaisseur de l'intercalaire 
(200) et sur un des c5tes longitudinaux du dispositif . 
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